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Abstract (en)
In a composite strip of metal or metal alloy, preferably copper, iron, nickel, zinc or their alloys, with an electroplated or hot dip coated pure tin or
tin alloy layer and an intermetallic phase formed between the two, 1-50 at.%, preferably 6-30 at.%, carbon is incorporated in the tin coating outer
surface region of up to 2 mu m thickness. Also claimed are: (i) the production of the above composite strip, in which a tinned metal strip is pulled,
with a dwell time of 1-130 minutes, preferably 2-4 minutes, through a hot oil bath at above the tinned layer m. pt. or is sprayed with oil immediately
after tinning, the oil being a natural or synthetic paraffin, ester and/or fatty acid based oil with usual additives; and (ii) an apparatus for carrying
out the above process, comprising an unwinding reel (6), a hot oil passageway (3), a thermal lock chamber (10), a cold oil passageway (5) and a
winding reel (14).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein bandförmiges Verbundmaterial mit einem Grundmaterial aus Metall/Metall-Legierung und einer Zinn-Beschichtung auf der
Oberfläche, wobei zwischen beiden Materialien eine intermetallische Phase (IMP) ausgebildet ist. Insbesondere zur Erzielung guter Verschleiß- und
Korrosionsbeständigkeit des Verbundmaterials bei gleichzeitig oxidfreier Oberfläche sind in einem äußeren Randabschnitt der Zinn-Beschichtung
bis zu einer Dicke D von etwa 2 µm 1 bis 50 At.-%, vorzugsweise 6 bis 30 At.-%, Kohlenstoff (C) eingelagert. Gleichzeitig werden Verfahren
(Ölbehandlung) und Vorrichtung zur Herstellung des erfindungsgemäßen Verbundmaterials angegeben. <IMAGE>
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